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DESCRIPCION
Conjunto de células solares

Campo de la invencién

La presente invencién se refiere a un conjunto de células solares y a la fabricaciéon del mismo, y
particularmente la invencién se refiere a un conjunto de células solares que comprende un sustrato de
enfriamiento y una placa de interconexién para la fijaciéon de una célula solar.

Antecedentes de la invencion

Las células fotovoltaicas o solares estan disefiadas para convertir la radiacion solar en corriente eléctrica. En
aplicaciones fotovoltaicas de concentrador solar, la luz del sol entrante esta concentrada 6pticamente antes de
dirigirse a las células solares. Por ejemplo, la luz del sol entrante es recibida por un espejo primario que refleja
la radiacion recibida en un espejo secundario que, a su vez, refleja la radiacion hacia una célula solar, que
convierte la radiacion concentrada en corriente eléctrica mediante la generacion de pares de electrén-hueco en
el semiconductor de 1lI-V o silicio monocristalino.

La célula solar comprende un chip de circuito integrado semiconductor y por tanto requiere en cierto modo de
un paquete de circuitos integrados o conjunto de células solares en el que la célula solar esta conectada a uno
0 mas dispositivos funcionales. El conjunto de células solares (SCA) puede proporcionar particularmente
proteccion medio ambiental, disipacion de calor y conectividad eléctrica a la célula solar.

En la técnica los conjuntos SCA se fabrican en una Unica base de sustrato continua o comprende multiples
componentes que estén eléctricamente aislados los unos de los otros. Un tema critico es el contacto en la
parte trasera de la célula solar con el sustrato del conjunto SCA. De manera convencional un sustrato unico
continuo que funciona como un sustrato de enfriamiento esta en contacto con la parte trasera de una célula
solar mediante una deposicién de metal noble selectivo (p. ej., oro) que representa una etapa de
procesamiento tediosa, que requiere mucho tiempo, y cara. La solicitud de patente US 2009/0272427 A1
desvela un conjunto SCA convencional.

En relacion con la célula solar se requiere un area de enfriamiento grande, que contrasta con un
procesamiento rapido y por tanto barato, del sustrato. La provision de un gran nimero de elementos de
material eléctricamente aislante da como resultado una pobre conductividad térmica, y por consiguiente una
conexién térmica, en conjunto ineficiente, de la célula solar. Mas bien, la provision de materiales de diferentes
caracteristicas de material implica costes mas elevados y una pluralidad de regiones de conexién y, por tanto,
puede dar como resultado un deterioro significativo de la fiabilidad (vida util) de la SCA fabricada debido a
elementos galvanicos o tension termomecanica.

Por lo tanto, a pesar del reciente progreso técnico sigue existiendo una necesidad de proporcionar un conjunto
SCA que muestre un contacto eléctrico fiable, conductividad térmica eficiente y resistencia contra el
envejecimiento sin aumentar los costes y, ademas, considerando la racionalizacién de la produccion.

Descripcidn de la invencion

La presente invencion trata la necesidad mencionada anteriormente y, por consiguiente, proporciona un
procedimiento de fabricacion de un conjunto de células solares (SCA) de acuerdo con la reivindicacion 1.

En particular, la placa de interconexién puede unirse al sustrato de enfriamiento de una manera plana y
alineada de tal manera que la placa de interconexion y el sustrato de enfriamiento estan conectados entre si en
forma de una conexion de estado sélido. La unién en una manera plana se refiere a la planaridad con respecto
a al menos una superficie. De hecho, la placa de interconexiéon puede ser mas gruesa que el sustrato de
enfriamiento. En esta solicitud el término "placa de interconexién" se usa con el significado general de una
superficie plana de un material eléctricamente conductor destinada a crear un contacto eléctrico con un
dispositivo.

Por tanto, de acuerdo con la presente invencién se proporciona una conexiéon de estado soélido sin otros
materiales / capas de material / capas de aislamiento entre la placa de interconexién y el sustrato de
enfriamiento en las regiones de contacto de ambos. La unién plana de la placa de interconexién y el sustrato
de enfriamiento significa que la placa de interconexion no se proporciona encima del sustrato de enfriamiento.
En particular, al menos una superficie de la placa de interconexién en la que la célula solar esta colocad puede
disponerse alienada con la superficie correspondiente del sustrato de enfriamiento de tal manera que estas
superficies estan dispuestas dentro del plano. Preferiblemente, la superficie alineada se corresponde con la
superficie del sustrato de enfriamiento que se colocara (pegara) sobre el sustrato, como por ejemplo una placa
posterior de vidrio, y opuesta a la superficie a la que esta soldada la célula solar.
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Mediante la conexidn de estado sdlido directa se evita la necesidad de medios adhesivos adicionales al facilitar
el procesamiento total y reducir el nUmero total de diferentes elementos empleados en el conjunto SCA. En
consecuencia, la fiabilidad y vida atil del conjunto SCA se mejora significativamente comparado con el estado
de la técnica. El riesgo de la formacion de elementos galvanicos que puede deteriorar significativamente el
rendimiento del conjunto SCA se reduce. Ademas, la conexion de estado sélido directa permite una buena
conexioén térmica y eléctrica entre la placa de interconexion y el sustrato de enfriamiento sin la necesidad de
materiales de contacto caros adicionales en el estado de la técnica. Mediante la produccion de la conexion de
estado sdlido pueden reducirse los costes y se facilita una producciéon automatizada. Ademas, se garantiza la
fiabilidad a largo plazo.

La placa de interconexion y el sustrato de enfriamiento pueden proporcionarse con chaflanes correspondientes
o bordes biselados para facilitar la unién de la placa de interconexiéon al sustrato de enfriamiento, en particular,
soldadura con laser. Los chaflanes correspondientes previstos para la placa de interconexion y el sustrato de
enfriamiento, respectivamente permiten tolerancias con respecto a la colocacion de estos elementos antes de
la conexidn dado que los bordes biselados ya ayudan en la colocacién de los mismos.

De acuerdo con una realizacién alternativa la placa de interconexién y el sustrato de enfriamiento no estan
conectados de manera plana y alienada pero la placa de interconexién esta fijada sobre una superficie del
sustrato de enfriamiento.

En ambas alternativas la placa de interconexion y el sustrato de enfriamiento pueden conectarse entre si
mediante soldadura con laser, soldadura ultrasénica, soldadura por resistencia, sinterizacién, unién por
termocompresion, uniéon por compresion o remachado, por ejemplo, u otro proceso para formar una conexion
de estado solido. Por lo tanto, una conexiéon de estado sélido del sustrato de enfriamiento y la placa de
interconexion puede conseguirse rapidamente y de manera fiable.

Cualquiera de los ejemplos anteriormente descritos puede incluir también la etapa de proceso de la formacion
de una superficie de contacto sobre una parte de la placa de interconexion vy fijar la célula solar a la superficie
de contacto. La célula solar puede ponerse en contacto con la superficie de contacto mediante una soldadura o
adhesivo térmica y/o eléctricamente conductor.

La placa de interconexion en las realizaciones anteriormente mencionadas puede proporcionarse en una forma
geométrica que (en una vista superior) comprende una superposicién de un tetragono y un octégono, de tal
manera que uno de dos lados paralelos del octégono que son del mismo tamafo y es mas largo que cada uno
de los otros seis lados del octégono (que pueden ser del mismo tamafo) esta superpuesto con uno de dos
lados paralelos del tetragono que son del mismo tamafo, que son mas largos que los otros dos lados paralelos
del tetragono que son del mismo tamafio. El otro de los lados paralelos del tetragono que son del mismo
tamafo no esta situado dentro de la forma del octégono.

De acuerdo con una realizacién alternativa la placa de interconexion en las realizaciones anteriormente
mencionadas puede proporcionarse en una forma geométrica que (en una vista superior) comprende una
superposicion de dos trapecios (p.ej., trapecios isdsceles) y un tetragono en el que el mas largo de los lados
del trapecio superior (trapecio isésceles) que son perpendiculares al eje de simetria del trapecio superior
(trapecio is6sceles) esta superpuesto con un lado superior del tetragono que es mas largo que ese lado (p.€j.,
el mas largo de los lados del trapecio superior (trapecio isdsceles) que son perpendiculares al eje de simetria
del trapecio superior (trapecio is6sceles)) y el mas largo de los lados del trapecio inferior (trapecio issceles)
que son perpendiculares al eje de simetria del trapecio inferior (trapecio isdsceles) esta superpuesto sobre el
lado inferior del tetragono que es mas largo que ese lado (el mas largo de los lados del trapecio inferior
(trapecio isdsceles) que son perpendiculares al eje de simetria del trapecio isdsceles inferior). Los dos
trapecios (trapecios isOsceles) estan superpuestos sobre el tetrdagono de tal manera que los lados mas
pequefios paralelos a los superpuestos sobre los respectivos lados del tetrdagono no estan situados dentro de
la forma del tetragono.

En ambas realizaciones alternativas la placa de interconexion esta formada integralmente en una unica pieza
de estas formas geométricas. Los ejemplos particulares de las formas estan ilustrados en las figuras 6a y 6b,
asicomo 7ay 7b.

Estas formas geométricas son utiles particularmente para la disposicién de un conjunto SCA que comprende el
sustrato de enfriamiento, la placa de interconexién y la célula solar. Ademas, estas formas geométricas facilitan
la disposicidon densa de multiples en rejillas de conexion (véase la descripcion detallada mas adelante).

La presente invencion también proporciona un conjunto de células solares de acuerdo con la reivindicacion 7.

En particular la placa de interconexién y el sustrato de enfriamiento estan unidos entre si en una manera plana
y alineada de tal manera que la placa de interconexion y el sustrato de enfriamiento estan conectados entre si
en forma de una conexion en estado sdlido.
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La unién de manera plana se refiere a la planaridad con respecto a al menos una superficie. De hecho, la placa
de interconexién puede ser mas gruesa que el sustrato de enfriamiento.

De acuerdo con una realizacién alternativa que es ajena a la invencion se proporciona a conjunto de células
solares, que comprende

una célula solar fijada a una placa de interconexion;

un sustrato de enfriamiento;

en el que la placa de interconexion esta fijada sobre una superficie del sustrato de enfriamiento de tal manera
que la placa de interconexion y el sustrato de enfriamiento estan conectados entre si en forma de una conexion
de estado sdlido (sin ningun material de soldadura/aislante previsto para la conexiéon de la placa de
interconexién y el sustrato de enfriamiento).

En estas realizaciones alternativas del conjunto de células solares (SCA) inventivo la placa de interconexion
puede mostrar una forma geométrica que (en una vista superior) o comprende una superposicion de un
tetragono y un octégono de tal manera que uno de dos lados paralelos del octégono que son del mismo
tamafo, y es mas largo que cada uno de los otros seis lados del octégono, esta superpuesto con uno de dos
lados paralelos del tetragono que son del mismo tamafio que son mas largos que los otros dos lados paralelos
del tetragono que son del mismo tamafio;

0 una superposicién de dos trapecios (trapecios isdsceles) y un tetragono en el que el mas largo de los lados
del trapecio superior (trapecio isdsceles), que son perpendiculares al eje de simetria del trapecio superior
(trapecio isdsceles), esta superpuesto sobre un lado superior del tetragono que es mas largo que ese lado y el
mas largo de los lados del trapecio inferior (trapecio isdsceles) que son perpendiculares al eje de simetria del
trapecio inferior (trapecio is6sceles) esta superpuesto sobre el lado inferior del tetragono, que es mas largo que
ese lado.

De nuevo, el otro de los lados paralelos del tetragono que son del mismo tamafio no esta situado dentro de la
forma del octégono y los dos trapecios (trapecios isésceles) estan superpuestos sobre el tetragono, de tal
manera que los lados mas pequefios paralelos a los superpuestos sobre los respectivos lados del tetragono no
estan situados dentro de la forma del tetragono.

Alternativamente, la placa de interconexidon puede mostrar una forma geométrica que (en una vista superior)
esta dada por un hexagono o un rectangulo.

Ademas, los conjuntos SCA de acuerdo con la presente invencion pueden incluir un dispositivo eléctrico o
cualquier dispositivo con una superficie conductora aislada frente al sustrato de enfriamiento (por ejemplo, una
placa de aluminio) conectada a una superficie de la célula solar mediante hilos y colocada sobre una regién de
la placa de interconexion. Alternativamente, el dispositivo eléctrico o la placa de aluminio puede colocarse
sobre el sustrato de enfriamiento. El dispositivo eléctrico puede ser, por ejemplo, un diodo de derivacion.

La placa de interconexion puede comprender una superficie de contacto que cubre completamente o
parcialmente la placa de interconexion. La superficie de contacto puede particularmente estar consistir en un
material que sea adecuado para contactar con la parte trasera de una célula solar que va a fijarse a la placa de
interconexion. Por ejemplo, la superficie de contacto puede consistir en de un enchapado de metales nobles
(p.€j.., oro, plata) o metales no nobles (p. €j., cobre, estafio, niquel o fésforo-niquel). En particular, una capa
galvanizada de un material noble (p.ej., oro, plata) o metal no noble (p. €j., cobre, estafio, niquel o fésforo-
niquel) puede proporcionarse como la superficie de contacto. Los conjuntos SCA anteriormente descritos
pueden incluir una placa de interconexién de este tipo que comprende la superficie de contacto.
Adicionalmente, se proporciona una rejilla de conexion que comprende una pluralidad de las placas de
interconexién anteriormente mencionadas, en el que las placas de interconexidon estan densamente
comprimidas en un plano. En particular, la rejilla de conexiéon puede comprender la disposicién de placas de
interconexién tal como se ilustra en la figura 5. Tal rejilla de conexién permite un procesamiento muy eficiente
mediante la tecnologia de semiconductores estandar.

En todos los procedimientos y dispositivos ejemplares anteriores la placa de interconexién y/o el sustrato de
enfriamiento pueden comprender o consistir en una aleaciéon de aluminio, en particular, en un 99,5 % de
aleacion de aluminio.

Se describiran caracteristicas y ventajas de la presente invencidon con referencia a los dibujos. En la
descripcion se hace referencia a las figuras adjuntas que pretenden ilustrar realizaciones preferidas de la
invencion. Se entiende que tales realizaciones no representan el alcance total de la invencién.

Las figuras 1 a y 1b ilustran un ejemplo de un conjunto SCA que comprende un sustrato de enfriamiento, una
placa de interconexién, una célula solar y un dispositivo eléctrico en contacto con la célula solar segun la
invencion.

La figura 2 ilustra una vista lateral de los bordes biselados de la placa de interconexidon y sustrato de
enfriamiento. La placa de interconexién esta colocada en el sustrato de enfriamiento.
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Las figuras 3a y 3b ilustran otro ejemplo ajeno a la invencion de un conjunto SCA que comprende un sustrato
de enfriamiento, una placa de interconexion, una célula solar y un dispositivo eléctrico en contacto con la célula
solar.

La figura 4 ilustra un cableado de hilos gruesos de conjuntos SCA individuales formados de acuerdo con
ejemplos de la presente invencion.

La figura 5 ilustra una rejilla de conexiéon que comprende placas de interconexiéon de acuerdo con un ejemplo
de la presente invencion.

Las figuras 6a y 6b ilustran formas geométricas ejemplares de placas de interconexion de acuerdo a ejemplos
de la presente invencion.

Las figuras 7a y 7b ilustran formas geométricas ejemplares adicionales de placas de interconexién dispuestas
en rejillas de conexidn de acuerdo a ejemplos de la presente invencion.

Una configuracion de conjunto SCA fabricada de acuerdo con la presente invencion se ilustra en las figuras 1a
(vista superior) y 1b (vista lateral). El conjunto SCA comprende un sustrato de enfriamiento 5 y una placa de
interconexion 2 plana unida al sustrato de enfriamiento 5. Tal como puede verse en la figura 1b la placa de
interconexion 2 esta alineada con el sustrato de enfriamiento 5 con material no (particularmente, no aislante)
entre ellos. De hecho, la placa de interconexién 2 y el sustrato de enfriamiento 5 estan sometidos a una unién
de estado solido proporcionando a conexion fiable duradera a largo plazo sin precedentes en el estado de la
técnica. Se prefiere que la placa de interconexion 2 y el sustrato de enfriamiento 5 estén hechos del mismo
material. De acuerdo con un ejemplo este material es una aleacién de aluminio, en particular, un 99,5 % de
aleacion de aluminio. Las tensiones térmicas y elementos galvanicos entre la placa de interconexion 2 vy el
sustrato de enfriamiento 5 se evitan al seleccionar el mismo material.

En principio el sustrato de enfriamiento 5 consiste en un metal plano y proporcionara enfriamiento térmico y
también puede servir como un conductor eléctrico. Las dimensiones y, particularmente, el grosor de metal
plano (como el grosor de la placa de interconexion 2) puede seleccionarse de acuerdo con el rendimiento de
enfriamiento deseado. La seleccion de un 99,5 % de aleacion de aluminio para el sustrato de enfriamiento 5
permite un contacto fiable a conexiones de hilo delgado o hilo grueso o de interconexion de cintas, asi como la
conexién a sistemas Opticos secundarios de una aplicacion fotovoltaica solar de concentrado hecha de
aluminio.

La placa de interconexion 2 y el sustrato de enfriamiento 5 pueden unirse conjuntamente mediante soldadura
con laser, soldadura ultrasoénica, soldadura por resistencia, sinterizacién, (termo) unién por compresién, o
remachado, etc. En particular en el caso de soldadura por laser la placa de interconexién 2 y el sustrato de
enfriamiento 5 estan provistos de manera ventajosa con chaflanes respectivos / bordes biselados tal como se
muestra en la figura 2 para facilitar el manejo y conexion y para permitir algunas tolerancias con respecto a la
colocacion de la placa de interconexion 2 y el sustrato de enfriamiento 5 antes de unirlos entre si con una
superficie superior del sustrato de enfriamiento 5 dispuesta en el plano con la superficie superior de la placa de
interconexiéon 2 si ambos elementos tienen el mismo grosor, por ejemplo.

Alternativamente, puede preferirse dotar a la placa de interconexion 2 con un grosor mayor que el sustrato de
enfriamiento 5 para conseguir un enfriamiento mas eficiente mediante la placa de interconexiéon 2. En este
caso al menos una de las superficies superiores de la placa de interconexion 2 (en la que esta dispuesta la
célula solar 1) y la superficie inferior de la placa de interconexion 2 esta situada mas alta que la superficie
respectiva del sustrato de enfriamiento 5. Esto tiene la ventaja adicional de que no se forman aleaciones entre
el material enchapado y el sustrato de enfriamiento material. Por lo tanto, se aumenta adicionalmente la
durabilidad a largo plazo.

La placa de interconexion 2 muestra una forma geométrica que facilita el enfriamiento térmico y puede
comprender una parte que sea adecuada para colocar un dispositivo 3, por ejemplo, un diodo de derivacién de
una region de contacto eléctricamente aislada, para estar en contacto eléctricamente con la superficie superior
de la célula solar 1 mediante de hilos de conexién 4. En el ejemplo mostrado (véase la figura 1a) la placa de
interconexion 2 tiene una forma de un octégono superpuesto por un tetragono de tal manera que uno de dos
lados paralelos (el derecho en la figura 1a) del octégono que son del mismo tamafo y es mas largo que cada
uno de los otros seis lados del octégono esta superpuesto con uno de dos lados paralelos del tetragono que
son del mismo tamafio (el derecho en la figura figura 1 a) que son mas largos que los otros dos lados paralelos
del mismo tamafio. La placa de interconexion esta formada integralmente por estas formas geométricas.

Ademas, la placa de interconexion 2 comprende una superficie de contacto 6 que cubre parcialmente la placa
de interconexion 2. La superficie de contacto 6 consiste en un material que es adecuado para contactar la
parte trasera de la célula solar 1. Por ejemplo, la superficie de contacto 6 puede consistir en un chapeado de
un material noble (p.ej., oro, plata) o un metal no noble (p. €j., cobre, estafio o fésforo-niquel). En particular,
una capa galvanizada de un material noble (oro, plata) o a metal no noble (p.ej., cobre, estafio o fosforo-niquel)
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puede proporcionarse como la superficie de contacto 6. La superficie de contacto can particularmente puede
proporcionarse en una forma rectangular. Alternativamente, la célula solar puede conectarse directamente a la
region de unioén de aluminio 2. El contacto de la célula solar 1 con la placa de interconexion 2 puede realizarse
mediante una soldadura 7 o adhesivo térmica y/o eléctricamente conductor 7 tal como se muestra en la figura
1b. De acuerdo con el presente ejemplo, el dispositivo 3 contacta de manera similar mediante la soldadura 7 o
adhesivo conductor 7 to la placa de interconexion 2.

De acuerdo con una realizacion particular al menos uno de la placa de interconexién 2 y el sustrato de
enfriamiento consiste en un 99,5 % de aleacién de aluminio y la placa de interconexiéon 2 comprende una capa
galvanica o chapeado con una superficie de plata expuesta en la parte superior. Sobre la superficie de plata un
adhesivo de plata conductor se forma para la conexién eléctrica y térmica con la parte trasera de la célula solar
1. El mismo adhesivo de plata conductor se usa para la conexidén eléctrica y térmica de la placa de
interconexién 2 y dispositivo 3.

Las figuras 3a y 3b ilustran otra realizacion ajena a la invencién de un conjunto SCA que comprende un
sustrato de enfriamiento, una placa de interconexioén una célula solar y un dispositivo eléctrico en contacto con
la célula solar segun la invencién. Comparado en el ejemplo mostrado en las figuras 1a y 1b la placa de
interconexion 2 tiene una forma diferente y no incluye una parte para colocar el dispositivo 3 que esta
conectada a la superficie superior de la célula solar 1 mediante hilos 4.

La placa de interconexién mostrado en la figura 3a esta conformado con la forma de un poligono con doce
esquinas y lados. En detalle, la forma de la placa de interconexién 2 se da mediante una superposicion de dos
trapecios (isdsceles) y un tetragono. El mas largo de los lados del trapecio superior (is6sceles) que son
perpendiculares al eje de simetria del trapecio superior (isdsceles) esta superpuesto sobre un lado superior del
tetragono que es mas largo que ese lado. De manera similar, el lado superior mas largo de los lados del
trapecio inferior (isdsceles) que son perpendiculares al eje de simetria del trapecio inferior (isésceles) esta
superpuesto sobre el lado inferior del tetragono (paralelo al lado superior del tetragono) que es mas largo que
ese lado (véase la figura 3a).

Tal como se describe en el ejemplo con referencia a las figuras 1 a y 1b, la placa de interconexion 2
comprende una superficie de contacto 6 que cubre parcialmente la placa de interconexién 2. La superficie de
contacto 6 tiene forma rectangular y consiste en un material que es adecuado para contactar la parte trasera
de la célula solar 1, por ejemplo, oro, plata, cobre, estafio o fésforo-niquel. La célula solar 1 esta en contacto
con la placa de interconexién a través de una soldadura 7 o adhesivo térmica y/o eléctricamente conductor 7.
El dispositivo 3 esta colocado separado de la placa de interconexion 2 y esta en contacto con el sustrato de
enfriamiento 5 a través de otra soldadura 7 o adhesivo térmica y/o eléctricamente conductor 7 del mismo o
diferente material que el utilizado para contactar la célula solar 1 con la placa de interconexién 2 (La figura 3b).

A diferencia de la realizacién mostrada en las figuras 1 a 'y 1b, en el ejemplo mostrado en las figuras 3a y 3b la
placa de interconexion 2 no esta unido de manera plana y alineado con el sustrato de enfriamiento 5 sino que
mas bien esta fijado en la parte superior del sustrato de enfriamiento 5. De nuevo, sin embargo, no se
proporciona ningun otro material, particularmente, ninguna capa aislante adicional se proporciona entre la
placa de interconexion 2 y el sustrato de enfriamiento 5 pero la placa de interconexién 2 esta soldada
directamente sobre la superficie del sustrato de enfriamiento 5 mediante soldadura por laser, por ejemplo.

Mientras que la placa de interconexion 2 del ejemplo mostrado en las figuras 3a y 3b se proporciona sobre una
superficie del sustrato de enfriamiento 5 deberia indicarse que, alternativamente, podria unirse con el sustrato
de enfriamiento 5 tal como se describe con respecto a la placa de interconexién 2 de las figuras 1a y 1b. Por
consiguiente, la placa de interconexién 2 de las figuras 1a y 1b podria fijarse alternativamente a una superficie
del sustrato de enfriamiento 5 (en la parte superior del sustrato de enfriamiento 5) en lugar de unirse de
manera plana y alineada con la misma.

En cualquier caso, los conjuntos SCA individuales de acuerdo con los ejemplos de las figuras 1a 'y 1b o las
figuras 3a y 3b pueden conectarse con hilos tal como se muestra en la figura 4. Los hilos gruesos 9, por
ejemplo, hilos de aluminio, conectados a las placas de interconexion 2 de los conjuntos SCA. Un sistema
Optico secundario o su soporte hecho de aluminio puede conectarse facilmente al sustrato de enfriamiento 5
mediante soldadura por laser, etc.

La fabricacion de las placas de interconexion puede realizarse, por ejemplo, de la siguiente manera. Se
proporcionan piezas rectangulares de aluminio (o un metal diferente). Se forman bandas de metal noble o
metal no noble en esta pieza de aluminio rectangular para formar las futuras superficies de contacto. Después
las placas de interconexion se forman mediante estampado, para formar una asi llamada rejilla de conexién 10
mostrada en la figura 5. La posicion y forma del terminal estan disefiadas de tal manera que una densidad muy
alta de placa de interconexién puede disponerse sobre una Unica pieza rectangular de aluminio, de tal manera
que es suficiente una unica etapa de estampado para formar el terminal. También las placas de interconexion
estan disefiadas y colocadas de tal manera que las bandas continuas de metal noble o no noble revestidas
sobre la superficie de la pieza de aluminio se colocan de manera apropiada sobre el terminal, después del
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estampado para alojar la célula solar y posiblemente el diodo.

Las placas de interconexion 2 proporcionadas mediante la presente invencidn son particularmente adecuadas
para la produccidon en masa y procesamiento mediante la tecnologia de semiconductores. En la figura 5 se
ilustra una rejilla de conexiéon que comprende una pluralidad de placas de interconexion 2. Las placas de
interconexién 2 estan densamente comprimidas y de manera plana sobre una banda de metal 10 que puede
ascender en una linea de produccion. En el ejemplo mostrado una pluralidad de placas de interconexion 2
descritas con referencia a las figuras 1 a y 1b forman la rejilla de conexion. La forma geométrica de las placas
de interconexién también se muestra en la figura 6a. Las placas de interconexién 2 de mas arriba y de mas
abajo y las placas de interconexion 2 mas hacia la izquierda y mas hacia la derecha de la figura 5 pueden estar
disefiadas como placas de interconexion limitrofes. Todas las placas de interconexién que son completamente
contiguas a otras placas de interconexion estan disefiadas como placas de interconexion internas.

Las placas de interconexion internas estan dispuestas de tal manera que para cada una de estas placas de
interconexién se aplica lo siguiente:

A) Un lado largo (indicado mediante a en la figura 6a) del rectangulo de la placa de interconexion | (que es
paralelo a un lado largo del octégono de la misma placa de interconexion) esta colocado adyacente a un lado
largo del octégono de una primera placa de interconexion Il y un lado largo (indicado mediante b en la figura
6a) del octégono de la misma placa de interconexion | esta colocado adyacente a un lado largo del rectangulo
de la otra segunda placa de interconexion lIl.

B) un primer lado corto (mas corto que el lado largo e indicado mediante c en la figura 6a) del rectangulo de la
placa de interconexion | esta colocado adyacente a un primer lado corto de un octdégono de una tercera placa
de interconexion 1V y un segundo lado corto (indicado mediante d en la figura 6a) paralelo al primer lado corto
del rectangulo de la otra placa de interconexion | estd colocado adyacente a un primer lado corto de un
octégono de otra cuarta placa de interconexion V.

C) un primer lado corto (mas corto que el lado largo e indicado mediante e en la figura 6a) del octégono de la
placa de interconexion | esta colocado adyacente a un primer lado corto del rectangulo de otra quinta placa de
interconexion VI y un segundo lado corto (paralelo al primero e indicado mediante f en la figura 6a)) del
octégono de la placa de interconexion | esta colocado adyacente a un primer lado corto del rectangulo de otra
sexta placa de interconexion VII.

D) los lados diagonales (indicados mediante g en la figura 6a) del octégono de la placa de interconexién | son
adyacentes a lados diagonales respectivos de los terceros a sextos octégonos IV a VIl tal como se muestra en
la figura 5.

De manera similar las placas de interconexion descritas con referencia a las figuras 3a y 3b y tal como se
muestra en la figura 6b pueden estar dispuestas en una disposicién densa. En una disposicion particular, los
lados diagonales de una placa de interconexion 2 ilustrados en la figura 6b estan colocados adyacentes a
lados diagonales de otras placas de interconexion 2 de la misma forma en una rejilla de conexion que
comprende las placas de interconexion 2 mostrado en la figura 6b.

El conjunto de la placa de interconexién, el sustrato de enfriamiento y la célula solar pueden comprender los
siguiente. Las células solares y posiblemente el diodo estan ensamblados sucesivamente en la placa de
interconexion que es parte de la rejilla de conexion. Después cada placa de interconexién de la rejilla de
conexion se "separa" y se uneffija al sustrato de enfriamiento. Esto es muy preferido en términos de
fabricabilidad dado que los elementos pequefios (diodos, células solares) se recogen y se colocan sobre la
rejilla de conexion. Este procedimiento puede realizarse de un modo industrial automatizado con equipamiento
actual. Sin embargo, se debe tener cuidado de no deteriorar aquellos componentes electronicos durante el
ensamblaje de la placa de interconexion con el sustrato de enfriamiento. En este procedimiento hay una
necesidad de recoger y colocar la placa de interconexidon con su componente electrénico montado sobre ellos.
Por lo tanto, la placa de interconexién deberia mostrar algin "area de manejo" que normalmente no esté
revestida con un metal noble o no noble, El area de manejo permitiria la herramienta "de recoger y colocar"
para manipular la placa de interconexién. Mediante las areas definidas por los lados indicados mediante ey gy
mediante f y g de la figura 6a asi como mediante las areas de trapecio de la figura 6b se definen las areas de
manejo.

Otras formas apropiadas alternativas de la placa de interconexiéon 2 de la invenciéon y disposiciones de la
misma en una rejilla de conexiéon estan ilustradas en las figuras 7a y 7b. Comparadas con las formas
geométricas de las placas de interconexion descritas anteriormente las formas de las placas de interconexion
mostradas en las figuras 7a (hexagono) y 7b (dos rectangulos) son mas simples. No se define un area de
manejo particular. En este caso, las dimensiones de la placa de interconexion pueden reducirse y la fabricacion
de la placa de interconexion es mas barata. Tales placas de interconexion son particularmente utiles para el
siguiente procedimiento de ensamblar la placa de interconexion, el sustrato de enfriamiento y la célula solar.
En una primera etapa, la placa de interconexion estd ensamblada sobre el sustrato de enfriamiento. En una
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segunda etapa, la célula solar y posiblemente el diodo estan conectados a la placa de interconexién. Sin
embargo, la fabricacion es menos facil (en términos de automatizaciéon) comparada con el procedimiento de
ensamblaje anteriormente descrito, por que los dispositivos deben colocarse en sustratos mas bien grandes
(sustrato de enfriamiento y placa de interconexion).

Todas las realizaciones discutidas no estan previstas como limitaciones, pero sirven como ejemplos que
ilustran caracteristicas y ventajas de la invencion. Ha de entenderse que algunas o todas de las caracteristicas
anteriormente descritas pueden combinarse también en diferentes maneras.
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REIVINDICACIONES
1. Procedimiento de fabricacidén de un conjunto de células solares, que comprende

proporcionar una célula solar (1) y una placa de interconexion (2) para interconectar la célula solar (1);
proporcionar un sustrato de enfriamiento (5); y

conectar la placa de interconexion (2) al sustrato de enfriamiento (5) en forma de una conexién de estado
solido sin otros materiales entre la placa de interconexion (2) y el sustrato de enfriamiento (5), en el que la
conexiéon de la placa de interconexion (2) al sustrato de enfriamiento (5) en forma de una conexién de
estado solido comprende

unir la placa de interconexién (2) al sustrato de enfriamiento (5) de manera plana y alineada de modo que la
placa de interconexioén (2) y el sustrato de enfriamiento (5) queden conectados entre si en forma de una
conexion de estado solido.

2. El procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 1, en el que la placa de interconexion (2) y el sustrato de
enfriamiento (5) se conectan entre si mediante soldadura con laser, soldadura ultrasoénica, soldadura por
resistencia, sinterizacion, unién por termocompresion, unién por compresiéon o remachado, u otro proceso para
formar una conexién de estado sdlido.

3. El procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 1, en el que tanto la placa de interconexion (2) como el
sustrato de enfriamiento (5) estan provistos de chaflanes correspondientes (8) o bordes biselados (8) para
facilitar la union de la placa de interconexion (2) al sustrato de enfriamiento (5), en particular, mediante
soldadura con laser.

4. El procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, que comprende ademas formar una
superficie de contacto (6) sobre al menos una parte de la placa de interconexioén (2) y fijar la célula solar (1) a
la superficie de contacto (6), en particular, mediante una soldadura o adhesivo térmica y/o eléctricamente
conductor.

5. El procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 4, en el que la célula solar (1) se pone en contacto con la
superficie de contacto (6) mediante una soldadura o adhesivo conductor.

6. El procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en el que la placa de interconexion
(2) se proporciona en una forma geométrica que

0 bien comprende una superposicién de un tetragono, en particular, un rectangulo, y un octégono, de tal
manera que uno de dos lados paralelos del octégono que son del mismo tamafio y es mas largo que cada
uno de los otros seis lados del octdgono se superpone con uno de dos lados paralelos del tetragono que
son del mismo tamafio que son mas largos que los otros dos lados paralelos del tetragono que son del
mismo tamano;

o bien una superposicion de dos trapecios, en particular, trapecios isdsceles, y un tetragono, en la que el
mas largo de los lados del trapecio superior, que son perpendiculares al eje de simetria del trapecio
superior, se superpone sobre un lado superior del tetragono que es mas largo que ese lado, y el mas largo
de los lados del trapecio inferior que son perpendiculares al eje de simetria del trapecio inferior se
superpone sobre el lado inferior del tetragono, que es mas largo que ese lado;

o bien en el que la placa de interconexidén (2) se proporciona en una forma geométrica dada por un
hexagono o un rectangulo.

7. Un conjunto de células solares, que comprende

una célula solar (1) fijada a una placa de interconexion (2);

un sustrato de enfriamiento (5);

en el que la placa de interconexion (2) y el sustrato de enfriamiento (5) estan conectados entre si en forma
de una conexion de estado sélido sin otros materiales entre la placa de interconexion (2) y el sustrato de
enfriamiento (5), en el que

la placa de interconexién (2) y el sustrato de enfriamiento (5) estan unidos entre si en una manera plana y
alineada, de tal manera que la placa de interconexion (2) y el sustrato de enfriamiento (5) estan conectados
entre si en forma de una conexién de estado sdlido.

8. El conjunto de células solares de acuerdo con la reivindicacion 7, en el que la placa de interconexién (2) se
proporciona en una forma geométrica que comprende

una superposicion de un tetragono, en particular, un rectangulo, y un octégono, de tal manera que uno de
dos lados paralelos del octégono, que son del mismo tamafio, y es mas largo que cada uno de los otros
seis lados del octégono, esta superpuesto con uno de dos lados paralelos del tetragono que son del mismo
tamafo que son mas largos que los otros dos lados paralelos del tetragono que son del mismo tamanio;

0 una superposicion de dos trapecios, en particular, trapecios isésceles, y un tetragono, en la que el mas
largo de los lados del trapecio superior, que son perpendiculares al eje de simetria del trapecio superior

9
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esta superpuesto sobre un lado superior del tetragono, que es mas largo que ese lado, y el mas largo de
los lados del trapecio inferior, que son perpendiculares al eje de simetria del trapecio inferior, esta
superpuesto sobre el lado inferior del tetragono que es mas largo que ese lado;

0 en una forma geométrica dada por un hexagono o rectangulo.

10
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FIG. 1a
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FIG. 2
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FIG. 3a

FIG. 3b
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